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并购投资

重点：①上海集成电路装备材料产业创新中心成立 围绕国产设备的配件开展专项研究。
②韦尔股份收购Synaptics亚洲地区的TDDI业务。
③Maxliner收购英特尔家庭网关平台部门。



领域 时间 事件 原因/内容 资金(美元)

集成电路 2020/04/10
上海集成电路装备材
料产业创新中心有限

公司成立

产业创新。由ICRD、硅产业集团、北方华创、南大光电等联
合成立，经营范围包括：集成电路设计，集成电路芯片及产
品销售，集成电路芯片设计及服务，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备租赁，
货物进出口，技术进出口。

0.24亿

显示驱动芯
片

2020/04/14
韦尔股份收购

Synaptics在亚洲地区
的 TDDI 业务

战略收购。有助于实现国内显示驱动产品的自主可控。 1.2亿

家庭网关平
台

2020/04/07
Maxliner收购英特尔家

庭网关平台部门

业务增强。收购将补充MaxLinear现有的产品组合，为目标终
端市场的客户提供一个完整且可扩展的连接和访问解决方案
平台，并在相邻目标终端市场中创造潜在的新收入机会。

1.5亿



本土产业

重点：①上海集成电路设计产业园和张江总部园开园。
②富士康半导体高端封测项目落户青岛。
③中鸿新晶第三代半导体产业集群项目落户山东济南。
④纳米光刻机项目落户常熟。



【上海集成电路设计产业园和张江总部园开园】

为了推动集成电路、人工智能、生物医药三大产业“上海方案”加快落实，张江科学城规划建
设张江总部园和上海集成电路设计产业园。4月15日，两个园区的开园仪式在上海张江科学城举
行，可建建筑面积共达330.7万平方米，预计总投资额将不少于500亿元人民币。

【海宁（中国）泛半导体产业园欣奕华二期项目签约】

近日，海宁（中国）泛半导体产业园欣奕华二期项目签约仪式举行。欣奕华二期项目总投资预
计约20亿元，拟引进泛半导体装备、器件、材料等相关领域的世界一流境内外优质项目入驻。

【纳米光刻机项目落户常熟】

近日，埃眸科技与常熟高新区正式签署项目协议，将打造纳米压印光刻机生产线。项目计划总
投资10亿元，主要业务方向为纳米压印光刻机的研发、生产、销售及运营。

【富士康半导体高端封测项目落户青岛】

4月16日，富士康半导体高端封测项目正式落户青岛。项目由富士康科技集团和融合控股集团有
限公司共同投资，将封装目前需求量快速增长的5G通讯、人工智能等应用芯片。项目计划于今
年开工建设，2021年投产，2025年达产。



【中鸿新晶第三代半导体产业集群项目落户山东济南】

4月8日，山东济南槐荫经济开发区重点招商引资项目签约仪式举行。此次签约项目总投资额达
到127.38亿元，包括中鸿新晶第三代半导体产业集群等10个项目。中鸿新晶第三代半导体产业
集群项目总投资约111亿元，总建设周期5年，分三期进行。其中项目一期产业投资8亿元，计划
3年内完成第三代半导体产业集群初步建设，完成深紫外LED生产线20条，6-8英寸碳化硅单晶生
产、加工、碳化硅外延生产线各2条，氮化镓中试线1条。

【10亿元中兴5G通讯配套项目落户马鞍山】

4月2日，中兴5G通讯配套项目及其附属项目在安徽马鞍山集中签约。项目总投资10亿元，主要
从事中兴5G通信产品配套应用，包括光通讯芯片、无源光器件、光纤光缆、5G通讯结构件精密
制造等。



市场数据

重点：①今年全球半导体资本支出将再下降3％。
②2019半导体关键子系统TOP10榜单出炉:受惠EUV订单,蔡司排榜首。
③全球基带芯片排名出炉：高通第一，海思升至第二。
④2019年全球半导体设备销售额下滑7％至598亿美元。



【今年全球半导体资本支出将再下降3％】

据IC Insights预测，今年全球半导体资本支出将再下降3％。资本支出下降的主要原因是三大
内存供应商—三星、SK海力士和美光的支出减少。
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【2019半导体关键子系统TOP10：蔡司排榜首】

① VLSIresearch发布了2019年半导体及相关制造业关键子系统的顶级供应商名单。其中EUV的
采用使光学子系统供应商在2019年大大受益。

② 自2018年以来，排名前10位的供应商名单基本保持不变，仅Ichor Systems和Ultra Clean
Technology分别排名第7位和第9位。光学子系统供应商蔡司在2019年表现突出，其关键子
系统的总收入增长了9.5％，而整体市场下降了-11％。
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【1-2月份规模以上电子信息制造业增加值同比下降13.8%】

近工信部发布2020年1－2月电子信息制造业运行情况，数据显示，2020年1－2月份，规模以上
电子信息制造业增加值同比下降13.8%（去年同期为增长6.0%）。
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【日本芯片厂商Top10榜单】

Omdia公布了2019年销售排名前10的日本半导体厂商榜单。日本前10大半导体公司的总销售额同
比下降了3.7％，低于日本公司的整体增长率。
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【全球基带芯片排名出炉：高通第一 海思升至第二】

Strategy Analytics手机元件技术研究服务最新发布的研究报告指出，2019年全球蜂窝基带处
理器市场收益同比下降3％，为209亿美元。高通、海思、英特尔、联发科和三星LSI在2019年占
据了全球蜂窝基带处理器市场前五名的收益份额。高通以41％的收益份额领先，其次是海思16
％，英特尔占14％。
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【三星手机存储芯片市占高达47%，位列榜首】

① Strategy Analytics发布的最新报告显示，尽管2019年全球智能手机存储芯片市场整体营
收有所下滑，但三星依然牢牢占据着最多的市场份额。

② 2019年全球智能手机存储芯片市场总收入达到393亿美元。其中，三星占47%市场份额，紧
随其后的是SK Hynix和美光。此外，三星加强了其在NAND闪存和DRAM市场的地位。2019年，
前三大供应商在全球智能手机存储芯片市场占据了近84%的收入份额。
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【2019年全球半导体设备销售额下滑7％至598亿美元】

SEMI报告指出，2019年全球半导体制造设备销售额达到598亿美元，比2018年的645亿美元的历
史高点下降了7％。
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【一季度全球PC出货下跌8%：联想力压惠普拿下第一】

Canalys发布了2020年Q1全球PC出货量报告。报告称，虽然疫情下远程工作、学习的对于PC需求
大增，但生产、物流的的问题还是导致全球PC出货量同比下滑8%，这也是自2016年Q1以来的最
大跌幅。
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【IDC和Gartner：疫情导致Q1全球PC出货量大幅下滑】

IDC和Gartner同时发布2020年第一季度PC出货量报告，两家机构均在报告中指出，由于疫情的
原因，全球PC第一季度出货量同比出现了大幅下滑。IDC在报告中指出，第一季度全球PC出货总
量为5323.8万台，较去年同期下滑9.8%。Gartner也发布了报告，Gartner的数据与IDC基本相同，
第一季度全球PC出货总量为5163.6万台，较去年同期的5886.0万台下滑12.3%。
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【5G设备商份额最新排名】

Dell'Oro Group发布了2019年第四季度全球5G设备市场份额排名。报告显示，2019年第四季度
全球五大设备商5G通信设备市场份额排名为：华为排名第一，市场份额为35.3%；爱立信排名
第二，市场份额为23.8%；诺基亚排名第三，市场份额为20.3%；三星排名第四，中兴排名第五。
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【AMOLED智能手机面板2020年出货预计增长9％】

Omdia报告指出，今年智能手机中使用的AMOLED面板出货量将从2019年的4.71亿片激增至5.13
亿片，这表明今年AMOLED面板的渗透率急剧上升。
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【全球CIS厂商营收排名：索尼以48%市占遥遥领先】

TSR调查数据显示，2019年CMOS影像传感器年产值159亿美元，较2018年成长18%，销售量量则
为62亿颗，年成长15%。Sony与三星仍是全球最主要的CIS元件供应商，两家公司联手拿下近七
成市占率。
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【蓝牙加速向商业和工业级应用扩展，年复合增长率达8%】

蓝牙技术联盟发布《2020年蓝牙市场最新资讯》，指出2020年蓝牙设备出货量将达到46亿部，
且预判今后每年保持8%的年复合增长率，预计2024年蓝牙设备出货量 达到62亿部。
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设计制造

重点：①长江存储128层QLC闪存发布，最快年底量产。
②国产特种气体厂商金宏气体科创板IPO成功过会。
③宁波南大光电光刻机已进入车间，预计安装调试需4-5个月时间。



【国产特种气体厂商金宏气体科创板IPO成功过会】

4月17日，上海证券交易所科创板股票上市委员会召开了2020年第16次审议会议，根据审议结果
显示，金宏气体IPO成功过会。金宏气体是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集
约型综合气体供应商，能够为客户提供特种气体、大宗气体和天然气三大类100多个气体品种。

【合肥成功研发业内最小闪存芯片】

近日，在可穿戴领域及更多的消费电子产品芯片研发上，合肥又取得了一项重要突破：庐阳经
开区IE果园企业，恒烁半导体成功推出第一款面向物联网应用的50纳米128Mb高速低功耗NOR
Flash存储芯片。该芯片尺寸为业界最小，功耗低速度快，具有很强的成本和性能优势。

【宁波南大光电光刻机已进入车间，预计安装调试需4-5个月时间】

4月13日，南大光电在互动平台答投资者提问时表示，公司采购的光刻机已经完成清关，运入宁
波南大光电材料有限公司的车间，尚需安装和调试。预计安装调试需要4-5个月的时间。



【长江存储128层QLC闪存发布，最快年底量产】

4月13日，长江存储宣布其128层QLC 3D NAND 闪存（型号：X2-6070）研发成功，并已在多家控
制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证。长江存储X2-6070是业内首款128层QLC规格的3D NAND
闪存，拥有业内已知型号产品中最高单位面积存储密度，最高I/O传输速度和最高单颗NAND 闪
存芯片容量。

【三星全新旗舰处理器曝光：5nm工艺、A78 CPU+Mali-G78 GPU】

据外媒报道，三星将基于5nm LPE工艺打造一款Exynos 8核处理器，包括两颗Cortex A78超大
核、两颗Cortex A76大核以及4颗Cotex A55小核，GPU也是ARM代号Borr（北欧神话）的新Mali
GPU（应该是Mali-G78），核心数20。

【华为将发布65W GaN充电器单品】

华为发布一款充电器新品（单品），功率65W。这款充电器属于GaN（氮化镓）类型，支持双口
（Type-C和A）模式，能给手机和平板充电。



产业合作

重点：①高通和京东方宣布将合作开发集成高通3D Sonic传感器的创新显示产品。
②木林森与至善半导体签署投资协议，在深紫外半导体杀菌消毒行业展开合作。
③oresight与FLIR签署合作协议，开发商业化的QuadSight视觉系统。



领域 合作公司/单位 目的

深紫外半导
体杀菌消毒

木林森、至善半导体
签署了《深紫外半导体智能化杀菌项目合作协议》，决定在深紫外半导体杀菌
消毒行业领域展开全方位的战略合作，并达成了初步的战略合作意向。

摄像头 Foresight、FLIR
签署了合作协议。双方将制定战略合作计划，整合FLIR Systems的红外摄像
头，一起携手开发并商业化Foresight创新的QuadSight®视觉系统。

传感器 京东方、高通

开展战略合作，开发集成Qualcomm 3D Sonic超声波指纹传感器的创新显示
产品。双方将结合各自技术优势和行业资源，在传感器、天线、显示画面处理
等关键技术领域进行紧密合作，为全球用户带来更多高附加值的创新显示产品
及解决方案。



产品应用

重点：①云塔科技发布中国首颗5G毫米波滤波器。
②Life Signals推出抛弃式无线生物传感贴片，用于远程监测新冠患者。
③华为发布旗舰智慧屏：X65:OLED加持。
④瓴盛科技即将推出首颗AIoT芯片，预计下半年量产。



领域 公司/单位 产品及特性

5G芯片 安徽云塔电子
发布了其自主研制的5G毫米波滤波器，这是中国厂商首次在5G毫米波频段研制成功该类微型
化滤波器产品，尺寸仅为2.5×2.0mm。

生物芯片 Life Signals
推出抛弃式无线生物传感（biosensor）贴片，以用于监测新冠患者。该生物传感贴片可固定在
胸口上五天，能即时记录患者的生命体征、运动、心电图等。

传感器 艾睿光电
发布 Micro III 系列超小型专业级红外成像测温机芯，可满足红外热像行业对SWaP3(Size, 

Weight and Power, Performance, Price)持续提高的要求。

AIOT芯片 瓴盛科技
将推出第一款面向多领域的AIoT芯片产品，该款芯片一次性流片成功，预计将于今年下半年正
式量产。

雷达芯片 岸达科技 发布了其新一代低功耗、低成本的77GHz CMOS的雷达SoC芯片“ADT3101”。

显示器 华为
正式发布了第二款智慧屏产品—华为智慧屏 X65，采用了4K OLED屏，这也是华为第一款定位
旗舰的智慧屏。



大国重器

重点：①日本拟在未来5年实现6G关键技术突破。
②我国“天地一体化量子实验室”建设加速，年底交付使用。



【日本拟在未来5年实现6G关键技术突破】

日本近期发布“6G综合战略”的计划纲要，内容显示日本将通过财政支持和税收优惠等手段推
动6G技术研发，力争在五年内实现相关关键技术突破。日本判断6G技术到2030年左右才有望普
及，日本需确保届时具备该技术的全球竞争力，并将6G领域基础设施（如基站）全球份额在现
有基础上提升30％。“6G综合战略”将于2020年6月制定，日本表示，尽管中国和北欧国家已开
始相关技术研发，但该战略将是全球首个作为国家发展目标和倡议发布的战略。

【我国“天地一体化量子实验室”建设加速 年底交付使用】

① 中科院量子信息与量子科技创新研究院工地，施工团队已全面复工并“加速度建设”，目
标于今年底如期建成交付使用。

② 中科院量子信息与量子科技创新研究院，总投资70亿元，占地面积554.17亩，是合肥综合
性国家科学中心的核心工程之一，也是安徽省科技创新的“一号工程”。项目从2018年6月
开始一期工程主体结构施工，计划2020年年底交付使用。



科技前沿

重点：①荷兰德国联手实现可发光硅锗合金，助力实现硅或锗基激光器。
②我国合成有机纳米聚合物，或将影响柔性电子器件等技术发展。
③南京大学实现硅基光量子芯片三维纠缠。



【荷兰德国联手实现可发光硅锗合金，助力实现硅或锗基激光器】

近日，荷兰埃因霍温工业大学（TU/e）和德国慕尼黑工业大学（TUM）的一个研究团队开发出
了一种可以发光的硅锗合金。研究的关键一步是用锗和硅制造出具有六方晶格结构的锗合金，
这种材料具有直接带隙，因此可以自己发出光。该成果使开发出能够集成到现有芯片中的硅激
光器首次变得触手可及。

图 带有六边形锗硅外

壳的纳米线。



【我国合成有机纳米聚合物，或将影响柔性电子器件等技术发展】

① 近日，中科院院和南京邮电大学合作，突破了高分子的新概念并合成了有机纳米聚合物，
实现了基于中心对称分子排列的立体选择格子化和聚格子，

② 这将影响新一代有机宽带隙半导体材料、电泵浦激光、柔性电子器件、印刷显示技术以及
信息存储与神经形态计算等技术的发展。



【南京大学实现硅基光量子芯片三维纠缠】

近日，南京大学物理学院团队在硅基集成光量子芯片上实现了高维纠缠态的产生、滤波、调控
等多项功能，并且利用精度的片上量子调控完成了量子模拟与量子精密测量等应用任务。



人事变迁

重点：①IBM新CEO正式上任。
②任正非卸任上海华为技术有限公司董事。
③安森宣布裁员475人



【IBM新CEO正式上任】

4月7日，IBM新任命的首席执行官阿尔温德•克里希纳(Arvind Krishna)正式上任，接替罗睿兰

(Ginni Rometty)开始履行职责。他称将专注于AI和混合云技术，并将它们视为未来关键技术。
此外，他还称当前新型冠状病毒疫情有助于加速云计算技术的采用。

【安森宣布裁员475人】

安森美早前表示，为了节省成本，公司将裁员475名员工。这家芯片制造商在全球拥有近35,000
名员工。公司方面表示，裁员的目标成本是降低本质上是结构性的，且预计不会影响公司应对
需求显着回升的能力。

【任正非卸任上海华为技术有限公司董事】

上海华为技术有限公司于4月10日发生工商变更，华为CEO任正非退出公司董事，前华为总裁孙
亚芳卸任公司法定代表，田兴普接任。此外，除了任正非、孙亚芳外，包括华为轮值董事长徐
直军在内的4名主要人员也全部退出公司董事，新增董庆阳、陈志东为主要人员。



SIIP CHINA
【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA 】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业
资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投
资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促
进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投
资平台。
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